
REDCUBE PRESS-FIT, THR, SMD, PLUG



Wie funktioniert eigentlich Einpresstechnik?

 lötfreie, 

 gasdichte, 

 leistungsfähige elektrische Verbindung

𝑐𝑎. 100𝑁/𝑃𝑖𝑛



Einpresskurve Bauteil mit 16 Pins

PCB Dicke 1.6mm



13°

Durchschnittlicher Anbindungswinkel 10-15°



Kontaktfläche einer massiven 

Einpresszone

𝐴𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡 = 4 · (𝑙 · 𝑑 · π ·
α

360°
)

𝐴𝐾 = 2,0𝑚𝑚 · 1,475𝑚𝑚 · π ·
13°

360°
= 0,34𝑚𝑚²

𝐴𝐺𝑒𝑠𝑎𝑚𝑡 = 4 · 0,34𝑚𝑚² = 1,36𝑚𝑚²

Kontaktfläche an die Durchkontaktierung > Querschnitt des Pins 

1,28𝑚𝑚² < 1,36𝑚𝑚²

3°



Zuverlässigkeit der Einpresszone



Problem einer kalten Lötstelle…

Ausdehnungskoeffizient:

 Kupfer: 16.5 x 10-6/K

 Messing: 18.4 x 10-6/K

 Zinn: 26.7 x 10-6/K



Fehlerbild einer kalten Lötstelle



Anforderungen an die Leiterplatte

 25 - 60μm Kupfer(Cu), optimal 30-40μm

 max. 15μm Zinn(Sn), optimal 2μm 

 Leiterplatte (Printed-Circuit-Board) Bohrloch, Ø 1.6mm – 0.03mm



Oberfläche der Leiterplatte 

Chemical tin plating(Sn) Hot-Air-Levelling (HAL)

Tin
Liquid solder

nozzle



Leiterplattenspezifikationen

HAL
Chemische Oberflächen       

(Sn, NiAu)





Was muss ich beim Layout beachten?



Einpressvorgang



Einpressvorgang

Einpresskraftüberwachung



Verarbeitungsprozess



Vielen Dank!


